采购需求
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1 
	★
	1.光源与曝光系统
★1.1光源波长：配置中心波长为365nm±2nm和405nm±2nm的双波段紫外LED光源

	2 
	
	1.2光源寿命：使用寿命≥1万小时

	3 
	
	1.3曝光速度：单次曝光时间≤300毫秒

	4 
	
	1.4曝光均匀度：≥90%

	5 
	
	1.5对焦技术：支持压电主动自动对焦或光学（激光）主动自动对焦，对焦速度≤1秒

	6 
	▲
	▲1.6灰度曝光能力：支持8位灰度光刻，可用于制备三维微结构或渐变图形

	7 
	
	1.7模组化光学引擎：模块化光学系统

	8 
	▲
	2.光刻镜头及无掩模技术：
▲2.1至少配备4个光刻镜头（50×(必选)，20×，10×，5×）中的3个

	9 
	
	2.2配备基于数字微透镜（DMD）的无掩模光刻技术

	10 
	
	2.3DMD显示分辨率至少2880×1620

	11 
	★
	3.分辨率与最小线宽
★3.1最小特征线宽：≤0.5μm（@50×镜头）；≤0.8μm（@20×镜头）；≤1.5μm（@10×镜头）；≤3μm（@5×镜头）

	12 
	
	3.2单场曝光速度：≥3mm2/min（@50×镜头）；≥15mm2/min（@20×镜头）；≥60mm2/min（@10×镜头）；≥200mm2/min（@5×镜头）

	13 
	▲
	4.套刻与拼接精度
[bookmark: OLE_LINK3]▲4.1套刻精度：≤1μm（@10mm×10mm区域）

	14 
	▲
	▲4.2拼接精度：误差控制在±0.3μm以内

	15 
	▲
	▲4.3最大拼接面积：≥100mm×100mm

	16 
	
	5.运动台与定位精度
5.1位移台性能：X/Y轴重复定位精度优于±0.2μm（100mm行程），Z轴分辨率≤10nm

	17 
	
	5.2多轴调节功能：精密电动XY位移台、调平平台

	18 
	
	6.软件功能
6.1原位绘图：支持TIFF、JPG、GDS、BMP、PNG等多格式文件，可经软件直接绘制。

	19 
	
	6.2智能辅助：具备物像绑定、拼接校正、畸变矫正、OPC邻近效应修正等功能，提升光刻图形质量

	20 
	
	6.3自动化流程：支持软件控制自动对焦（如CCD图像对焦、压电自动对焦或激光主动对焦）、自动曝光与多场拼接

	21 
	
	7.样品台
7.1基底尺寸：既支持10mm×10mm的小样品，也支持4英寸或更大的晶圆基片

	22 
	
	7.2样品厚度：兼容厚度0~5mm的样品，适配硅片、玻璃、柔性衬底等多种材料

	23 
	
	8.附属系统:配置气浮减震平台（尺寸：需光刻机主机尺寸相匹配）

	24 
	
	9. 数据处理终端及操作软件
9.1配置1套可用于操控光刻实验及数据采集与存储系统CPU核心数≥8核、主频≥3.5GHz；DDR5内存容量≥32G；SSD硬盘容量≥1TB、液晶显示屏尺寸≥25英寸（分辨率≥1920×1080）

	25 
	
	9.2软件：预装具有原位绘图、图案载入、图案拼接/剪裁、光刻套刻控制、拼接精度校正等功能的软件



